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Wer wird mit dem cadl-Seminar angesprochen?

Das Seminar informiert umfassend uUber die Grundlagen des CAD-
Designs flr Leiterplatten. Heute bedeutet CAD-Design deutlich mehr, als
lediglich zwei Punkte am Bildschirm miteinander zu verbinden. Der
Designer muss umfassende Kenntnisse der Umgebungsbedingungen,
der Fertigungstechnologie sowohl von Leiterplatte als auch Baugruppe
haben. Angefangen bei der Betrachtung der Umgebungsbedingungen fir
den Einsatz der Baugruppe werden diese notigen Kenntnisse flr ein
erfolgreiches und kosteneffektives Leiterplattendesign vermittelt.

Dazu gehort die Erstellung der Bibliothek ebenso wie Fan-Out-Strategien
und High-Speed-Design, das bedingt durch die Miniaturisierung auch im
ASIC-Bereich zuklnftig zum Standard werden wird. Die Auswirkungen
dieser "Technologietreibenden Bausteine" (UBGA, Flip Chip) auf
Produzierbarkeit und Kostenstruktur des Designs und der Baugruppe
werden vor dem Hintergrund aktueller Fertigungstechnologien aufgezeigt.

Besonderes Augenmerk wird auf die Dokumentation und den Post-
prozess gelegt, um Reibungen zwischen Entwicklung und Fertigung zu
vermeiden.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schaltungsentwicklung, Mechanik
und Leiterplattendesign wird zunehmend wichtiger, daher wendet sich
dieses Seminar nicht ausschlielich an Designer, sondern auch an
Konstrukteure und Schaltungsentwickler.

Auch fur die CAM-Bearbeiter/innen der LP-Hersteller ergibt sich ein
Einblick in die Problemstellungen, mit denen die Elektronikentwicklung
heute konfrontiert ist und fordert Uber das bessere Verstandnis eine
bessere Zusammenarbeit.

Entscheidungstrager in den Bereichen Design, Leiterplatte und Baugrup-
pe finden die Zusammenhange Ubersichtlich und strukturiert aufgefthrt,
um jederzeit ihre Beratungskompetenz zu untermauern.
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Einsatzumgebung

— Innenrdume

— Feuchtraume

— starke Verschmutzung

— AuReneinsatz

— extreme Witterungseinflisse

— Einsatz in aggressiven Medien [
— Vibrationen, StéRe und Schlage |/
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Designmaf3nahmen zur Wéarmeabfuhr
— Thermolagen, Kuhlflachen

Zur Warmeabfuhr eignen sich
dickere Kupferschichten, z.B.

70 pm, 105 pm, 210 ym, 400 pm
oder auch spezielle Thermolagen
wie Kupfer-Invar-Kupfer
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Kommunikation und Information
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Kuhlflachen sind Kupfer-
geflutete Bereiche, die aulen
entweder mit Lotstoplack
bedeckt sind oder zur
besseren Montage von
Kuhlkérpern lackfrei gehalten
werden.
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Einflussfaktoren

Interdisziplinare Beziehungen
zwischen Design,
Leiterplattenproduktion und
Baugruppenproduktion

Umgebungsbedingungen

Aul3er den mechanischen Anforde-
rungen gibt es noch eine Vielzahl
weiterer Umgebungsbedingungen,
denen das Produkt gentigen muss
und die bereits im Design ihre
Bertcksichtigung finden missen.

Thermo-Design

Eigenwarme und Umgebungs-
warme.

MalRnhahmen zur Warmekontrolle
und Warmeabfuhr
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Ritzen
— Ritzen ist nur horizontal und/oder vertikal méglich.

— Bei nicht rechteckigen Konturen ist nur eine Misch-
Bearbeitung aus Ritzen und Frasen méglich.

Produktionstechnologie
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Allgemeine
Produktionsanforderungen.
Hintergriinde von

; Designanforderungen und
—1 Designregeln im Rahmen der
'j:a Produktionsmdglichkeiten.
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MUItiIayer'AUfbau Aufbauregeln far Multilayer 1 % M U Itl I ayer-AU fbau
_ @
e watsraverns rones e [
e é Leiterplattenklassen.
e e Pee § Aufbaustrategien und Aufbauregeln
aulen Ieger_? . f . . .
lanere Oberflache fur MFT + HDI r M I II r. r I n f r
vt o | o ur Multilaye St ategien fu
il e komplexe Multilayersysteme.

Durchschlagsfestigkeit, Kurzschluss

1 Prepreg nur bei Powerplanes mit
maximal 17ym Basiskupfer
Kapazitive Effekte, MPS

it -

Ubereinander

stapeln
Materialverzug
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Aspect Ratio Kontaktierungsstrategien
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Bohrklassen. Definition des Aspect
Ratio fur Buried Vias und
Durchkontaktierungen.
Grenzbereiche und maximal
kontaktierbare Lagenabstande.
Zuschlage auf CAD-Vorgaben.
Enddurchmesser und DK-Kupfer.
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kontaktierbaren Bohrtiefe.
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Signalintegritat '% Slg nali nteg ritat
— Crosstalk <
Um Crosstalk zu"mi_nimiergn sollte einersgits eine korrespondierende g
SndeTErseit sallentie SIgnelk moglehst WO @nahAnGerGetanmt ¢ Grundlagen fur die Funktion von
verlegt werden. = . .
’ . 2 Leitungen auf Leiterplatten-
(| . .
" materialien.
Daumenregel : S =4 x H (AuRenlagen) Signa|geschwindigkeiten auf

M verschiedenen Basismaterialen.
& Crosstalk.

Daumenregel : S =2 x H (Stripline)
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High-Speed-Design '% High-Speed-DeSign
— Impedanz o
o
¢ Schaltfrequenzen. Rise- and Fall-
Fehl inder | d ko f Grund ‘» 1 1t 1 a
von Reflodon ou Febfnktionen und suenza [l < 1IMeS. Kritische Leitungslange.

erhdhtem Abstrahlverhalten fuhren. Evaluierung’ wann H|gh_Speed_

‘ Regeln einzuhalten sind.
'i” L L |
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Impedanzénderung
High-Speed-Design % Imp edanzen
— Impedanztypen und Impedanzklassen
% Single-Ended- und Differentielle
= lama ||| = |sea g & Impedanzen.
Potential Potential | > . .
I Berechnungsbeispiele.
S Potertal |] mma— Potential | Beispiele fur den Aufbau
single Ended " || Difterentient " | § impedanzdefinierter Multilayer.
| T Toleranzen und Fehlerbetrachtung.
4 Coplanar e M DifferentielI-CopTz:)r:(:\:ltlal —
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Designmafnahmen zur EMV-Verbesserung -% Mu |t| | ayel’S ystem e
— Stromversorgungskonzepte %
g Aufbau von Multilayersystemen.
Pl Aower Syston s de § LAdsungsstrategien fur
bereizustelen Anforderungen aus dem Bereich der
<Aus._egunga.s Signalintegritat und der EMV.
it Referenzplanes.

Ein Teil der Kondensatoren kann

eingespart werden, das Risiko von B re'tbandentkoppl U ng U nd

“OEE multiplen Resonanzfrequenzen sinkt,

die Signalintegritat wird verbessert. M u |t| - P owe r-SySte me.
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Bibliotheken

Beispiel Parts

Bibliothek

Bibliothekselemente und Aufbau
von CAD-Bibliotheken unter
Berticksichtigung von
Baugruppenproduktion und
Lotverfahren.
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Layer-Definition

Layerfunktion und Zuordnung im
CAD-System.
Materialeigenschaften und
Materialdatenbanken.





















